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2020-10-30
1. 中華民國電子零件認證委員會活動
國外
(1) IECQ QC 080000:2017標準Ed.4.0第一次修訂，在今(2020)年IECQ年會於4月1日所召開的WG 05工作小組會議通過修訂部分條款，並以技術通告TN 022的文件公告發行。所有廠商都可以連結網址https://documents.iecq.org/iecq/iecqdocuments.nsf/0/02B67B74123FFACDC1258530000528A0/$file/iecqTN022%7Bed1.0%7DAmendment_No.1_to_IECQ_QC080000-2017_Ed4.0.pdf直接下載使用不須另外訂購。
國內
(1) IECQ汽車電子品質認可(Automotive Qualification Program, AQP)的程序規章(IECQ 03-3-2)於2013年公布之後，國內已陸續發出五張系列產品的認可證書。IECQ AQP是第三者產品認可，完成步驟及文件準備除了依據IECQ 03-3-2程序規章之外，可靠性試驗可依據AEC Q100系列或AEC Q200的汽車產業標準、汽車產業之客戶所指定的標準、其他國際或國家標準、及廠商標準。ISO 26262中對於硬體設計部分零件的可靠性要求亦可依IECQ AQP來證明符合。取得IECQ AQP後，公司及認可產品的規格資料將公布於IECQ網站，以利產品的推廣，如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
2. TrendForce發布2021年十大科技趨勢
資料來源：TrendForce
DRAM正式跨足EUV世代，NAND Flash150層疊堆技術再升級
2021年三大DRAM廠：三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)除了持續往1Znm、1 alpha奈米製程轉進外，三星(Samsung)將率先跨入EUV世代，緩步取代現有的double patterning技術，以提升成本結構與生產效率。

2020年NAND Flash疊堆技術突破100層後，2021年繼續往150層以上推進，單晶片容量也將自256/512Gb推進至512Gb/1Tb，透過成本改善吸引客戶將容量升級。在儲存介面上，PCIe Gen 3已成主流，PCIe Gen 4隨著新遊戲主機搭載以及Intel新平台的採用，預計市占率將自2021年起攀升，滿足高階PC、server、data center高速運算需求。
2021年全球運營商加速5G基地台建置，日韓已搶先關注6G
2020年6月全球行動通訊系統協會(GSMA)發布最新5G SA部署指南(5G Implementation Guidelines：SA Option 2)，進一步討論運營商部署之技術議題與5G於全球建置狀況。預估2021年起電信運營商將大力推動5G獨立(SA)組網架構，除提供高速和大容量通訊外，亦可根據應用程序定制網路和適用超低延遲網路需求。在5G技術展開之餘，日本NTT DoCoMo、韓國SK Telecom (SKT)等已開始關注6G，強調未來有更多XR裝置整合(包括VR、AR、MR、8K和更多圖像)，使用全像投影(Holography)交流將變得更為真實，遠端工作、控制、醫學、教育等有望得以推廣。
物聯網進化為智聯網，以AI賦能裝置邁向自主化
2021年物聯網將以深度結合AI作為提升價值之主要核心，IoT定義也從Internet of Things演化為 Intelligence of Things，透過深度學習與電腦視覺等工具的附加，讓IoT軟硬體應用全面升級；在綜合產業動態並考量經濟振興與遠端操作需求，將具體呈現於智慧製造與智慧醫療兩大垂直應用領域。以製造端來看，非接觸技術加速工業4.0的導入，在智慧工廠追求韌性、彈性及效率下，AI將致力使Cobot、無人機等邊緣端裝置具更高精度及檢測能量，由自動化步入自主化。在醫療業方面，AI將數據加值於流程優化與場域延伸，更快的影像辨識以支援臨床決策、乃至遠端問診與手術輔助，皆是AI醫聯網未來整合技術至智慧院所、遠距醫療的重要方向。
AR眼鏡結合智慧型手機，掀起終端跨領域整合
2021年AR眼鏡將改採外接智慧型手機的設計，透過終端跨領域的整合，讓智慧型手機成為AR眼鏡的運算平台，降低AR眼鏡產品本身的重量與成本。特別是2021年在5G網路環境將更成熟下，透過與5G智慧型手機的結合，除了能更順暢運行各種AR App之外，亦能倚靠智慧型手機的連網實現各種個人影音娛樂功能，促使手機品牌與電信運營商推動AR眼鏡市場發展的意願大幅提升。
為自動駕駛把關，駕駛人監測系統(DMS)將大放異彩
車輛安全科技的演進從車外走向車內，感測技術朝向整合車內駕駛人狀況與車外環境的方向發展，AI的應用也不僅止於娛樂與便利，安全成為新的應用重點。受到各項先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)搭載率快速攀升，導致不斷發生駕駛人依賴系統而忽視前方路況的事故，對駕駛人進行監測的功能再次受到重視。然而未來將往更加主動、可靠和精準的攝影機方案發展，進行瞳孔追蹤及特徵萃取來監測駕駛人疲勞、分心和不當駕駛行為。而駕駛人監測系統(Driver Monitoring Systems, DMS)在自動駕駛的發展過程中更是不可缺少的必要條件，系統不但要能夠進行偵測與提醒，更要能判斷駕駛人的接管能力並適時與適度的介入車輛控制，預期該技術與功能將快速出現於量產車上。
摺疊裝置概念再進化，尺寸放大、擴大應用領域
2019年起，摺疊手機概念逐漸成型，數個手機品牌相繼推出對應產品測試市場水溫。雖然因成本售價偏高，銷售成績差強人意，但在逐漸成熟飽和的手機市場中，仍掀起不少話題。未來幾年，在柔性AMOLED產能逐漸擴大的狀況下，除了摺疊手機的概念與發展仍然會是品牌客戶持續關注的焦點外，摺疊裝置概念亦往筆記型電腦市場延伸的趨勢。在Intel與Microsoft的引領之下，雙面板操作的筆記型電腦產品已經陸續問世，接下來一體化的摺疊型產品也勢必成為品牌客戶新的關注重點。可以預期摺疊型筆記型電腦將有機會在2021年問世，一方面擴展摺疊概念的產品應用領域；另一方面也放大產品尺寸，對柔性AMOLED產能的去化也將帶來一定的助益。
2021年白光OLED技術迎來勁敵，Mini LED、量子點OLED加入戰局
高階電視市場在2021年將迎來兩波不同的技術競爭。其中搭配Mini LED背光的LCD電視，透過更細緻的背光分區控制，呈現更銳利的對比效果，在龍頭品牌三星(Samsung)的領軍下，搭配Mini LED背光的LCD電視除了能提供與OLED電視相仿的規格表現，輔以更具競爭力的價格，將成為白光OLED技術的勁敵。另一方面，淡出傳統LCD市場的Samsung Display，計畫將技術差異化寄望於全新的量子點OLED上，以更勝於白光OLED的色彩飽和度，力圖重新豎立電視規格的新標竿，預期2021下半年高階電視市場將展開全新的競爭態勢。
2020年先進封裝技術全力向HPC、AiP領域邁進
2020年先進封裝技術並未受新冠肺炎疫情影響而停滯，隨著各家大廠陸續推出HPC(High Performance Computing)晶片與AiP (Antenna-in-Package)模組，驅使台積電(TSMC)、Intel、日月光(ASE)及Amkor等業者嘗試加入。在HPC晶片領域，由於高性能晶片帶動I/O接腳密度的增加，使之封裝所需的中介層(Interposer)要求也隨之提高，驅使台積電與Intel相繼推出全新封裝平台與技術(3D Fabric及Hybrid Bonding)，相關能力已由第三代CoWoS(Chip On Wafer On Substrate)及EMIB(Embedded Multi-Die Interconnect Bridge)，逐步演進至第四代CoWoS與Co-EMIB等，目標鎖定2021年高階2.5D及3D晶片封裝需求。AiP模組部分，自2018年高通(Qualcomm)首推QTM系列產品後，目前朝降低封裝成本努力，聯發科(MediaTek)和蘋果(Apple)也躍躍欲試，並積極與相關封測代工廠(如日月光及Amkor等)共同投入研製相關較低成本的主流Flip Chip封裝技術，預期將於2021年後逐步切入毫米波市場應用端，憑藉於5G通訊與網路連結需求，AiP模組初期將滲透手機終端，並且後續也將推移至車用及平板市場。
晶片業者加速擴張策略，迎向AIoT市場大餅
隨著IoT、5G、AI及Cloud/Edge Computing等技術快速發展，晶片業者的布局已經從點、線到面，構築成完整且綿密的生態系統。綜觀近年各大晶片業者的發展，透過合縱連橫的布局戰略，大者恆大與區域競爭態勢已然成形. 除此之外，基於5G所帶來眾多不同場景的應用服務，從晶片設計到軟硬平台整合，晶片業者朝向建構從上到下完整的垂直整合解決方案，以因應AIoT產業快速發展所帶來的龐大商機。未能及早卡位的晶片業者，將極為容易曝露在市場過於單一的經營風險中。
首台主動式驅動Micro LED電視，將於2021年問世
近年自Samsung、LG、Sony與Lumens等公司，紛紛發表Micro LED大型顯示器後，帶動Micro LED在大型顯示器的應用發展，由於Micro LED大型顯示技術逐漸成熟，預估三星將會率先發表首台Micro LED 主動式驅動的電視產品，2021年有機會成為Micro LED電視應用的元年。主動式驅動使用TFT玻璃背板製程，達到定址控制畫素的目的，並且電路設計比較簡單，所使用的布線空間也比較少。其中，主動式驅動IC需要PWM(Pulse-width modulation)功能及搭配MOSFET開關來穩定驅動Micro LED的電流，而這顆IC則需要重新設計與製造，開發費用會相當昂貴，以現狀Micro LED廠商來説，相對的技術與成本仍是進入應用市場的最大挑戰。

3. 降低AI設計門檻！工研院攜手新思打造AI晶片設計實驗室，開發時程縮短三成
資料來源：數位時代
AI晶片成為重要趨勢！工研院認為，設計AI晶片門檻高，攜手新思打造實驗室，要讓門檻降低、連系統業者也能上手。

根據IEK Consulting的調查，到了2030年，AI(人工智慧)將會在全球創造約15.7兆美元(約台幣471兆元)的市場，GDP也將會成長14%，可見AI將會是下個十年重要的技術。

以半導體為重要經濟發展的台灣，該如何抓住這樣的機會，鈺創董事長、台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群直言，「肯定是要AI on Chip。」

只是設計人工晶片說來簡單，要真正完成其實仍障礙重重。工研院看到市場上需要有一個更便利的平台跟工具，輔助有心投入人工智慧晶片設計的業者，因此攜手新思科技(Synopsys)成立「人工智慧晶片設計實驗室(AI Chip Design Lab)」，希望透過實驗室的成立，集結更多業者投入裝置端AI晶片技術的開發，協助台灣半導體產業以及加速台灣AI晶片的發展。

攜手EDA市場龍頭新思科技，加速AI晶片的發展

此次合作的對象「新思科技」，是一間電子設計自動化(Electronic Design Automation，EDA)的公司，專注於晶片設計、驗證、晶片智慧財產權和軟體安全性。根據ESD Alliance協會的統計，全球EDA市場由新思科技、益華電腦(Cadence)及明導國際(Mentor Graphics)三家美商壟斷，市占率高達60%，其中新思科技更位居市場龍頭。

新思科技全球資深副總裁暨亞太區總裁林榮堅就表示，為響應AI on Chip的示範計畫，將加碼8億新台幣在台投資，也預計再招募110名研發人員，將原有的團隊擴大到200人，協助推動AI成為台灣新世代的科技產業。

他進一步解釋，這次與工研院的合作由新思科技提供EDA工具、矽智財(IP)以及快速開發與驗證平台，工研院則是提供AI系統晶片參考設計以及軟硬體客製化技術服務，共同打造這個設計平台。

AI晶片設計大不同，如何滿足不同應用需求成關鍵

工研院資通所所長闕志克就點出，在全球前十名的IC設計企業中、台灣就搶下3個席次，可見除了晶圓代工之外，台灣在IC設計也有一定的實力。但是過去台灣在IC設計上主要聚焦在標準通用晶片，包括無線通訊、影音運算或是有線高速傳輸介面等，不僅是已具有基礎架構，軟體開發也相對單純。

步入AI的時代後，在各種不同情境中，都必須了解效能表現跟運算力需求，已不再像過去透過標準通用晶片可以滿足，因此除了目前市場上比較具規模的IC設計公司有能力跨足AI晶片設計外，其餘的IC設計將面臨到架構配置、設計時間、成本等多重考量，阻礙產品上市的時間。

成立實驗室，小型IC設計公司與系統業者成潛在受惠商

實驗室的成立，正是對於規模較小的IC設計公司，甚至是不具有IC設計能力的系統整合(SI)業者，提供一個絕佳的解決方案。闕志克表示，透過實驗室軟硬體的資源協助，將可縮短30-50%的開發時程，不僅是加速了AI上市的速度，同時降低了業者進入AI晶片設計的門檻。

舉例來說，不管是小型規模的IC設計公司，或是系統整合業者，當他們擁有一個AI使用情境卻不知如何下手時，實驗室就可以提供一個公版的架構配置作為初步的參考，並利用軟體協助，來測試這樣的配置是否能滿足終端情境在AI效能表現跟運算力的需求，如果有需要調整的地方，工研院也能提供建議，協助做出更客製化的AI晶片。

因為AI時代下資訊量的產生將越來越龐大，能夠在終端裝置上先進行運算、即所謂的邊緣運算(Edge Computing)，對於資料中心的負擔將能大幅降低。但終端裝置大如自駕車、小到穿戴裝置都算是，不同應用的運算力需求各有不同，不再是過去能靠一招打天下，這是研發AI晶片的難處、同時是人工智慧晶片設計實驗室誕生的主要原因。

實驗室成立減少開發週期，提升25%效能表現

新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲就解釋，實驗室整合了建構AI架構設計、AI編譯器研發以及AI軟硬體整合等關鍵技術，不僅可以改善當前業界缺乏關鍵技術的窘境，也能加速晶片開發週，從過去的1.8-2.5年減少約6個月，同時也能提升AI晶片效能達25%，強化AI的技術能量。

實驗室已正式揭牌並開始試營運，目前先提供AI SoC(系統單晶片)參考設計平台等服務，預計2021年10月正式營運後，將可提供業者AI晶片系統設計及軟體開發、AI晶片系統驗證等服務。

4. AI物料辨識技術 翻轉循環材料高加值
資料來源：CTimes
善用資源能夠推動環境保護和促進循環經濟，而採用科技打造安全物料平台，運用人工智慧(AI)可有效辨識出物料真假！2020台灣創新技術博覽會(TIE)永續發展館中展出首創結合高科技能量的循環材料驗證與媒合平台，以大數據技術精準評估、有效媒合物料，利用數位化驗證管理方法，將由負價值的廢棄物或工業副產品，翻轉為正價值循環物料，並藉由資訊揭露、公開透明，建立民眾對循環物料的使用信心。

因應資源及環境有限，現今講求的經濟需求納入環境及資源的成本考量，與過去講求產品成本低廉、快速生產之線性經濟不同，也尋求更積極的作法協助產業跨入循環經濟。循環材料驗證與媒合平台以創新應用為出發點，結合AI、區塊鏈及物聯網技術來建置驗證機制，從源頭到應用場域完整管理循環物料，使循環材料品質有保障、使用無疑慮！

循環材料驗證與媒合平台是由經濟部委由工研院執行，此計畫以材料、工程和環境為主要面向來評估，將讓資源再利用物料產品化、標準化，並透過物質流分析與大數據技術，進行精準評估有效媒合，加速物料更有效利用，提高物料價值。此外，也結合創新科技，運用物聯網與AI來進行智慧化物流運送管理，讓再利用資源可被完整的追蹤驗證，不論是移動動線、影像、重量等紀錄完全透明呈現於雲端並以區塊鏈保存，讓物料從源頭到應用都可被管理及追蹤。讓資源物盡其用同時讓循環產業化、產業循環化，打通台灣循環經濟的任督二脈，串聯台灣資源利用與經濟發展，朝向永續前行。此計畫將於10月開始試行上路。

此外，展場空間形塑了一座代表台灣的四面環海獨立島嶼，顯示台灣近年來成熟發展的循環技術，包括協助光寶集團的海洋廢棄物(塑膠)循環－Recycle&Reduce、協助台灣水泥廠商的二氧化碳捕集－Recovery、最新之可拆解太陽能模組循環－Redesign和驗證與媒合制度－Redefinition等不同循環經濟模式，展現透過成熟技術與驗證制度將循環使用的陽光、空氣、水回歸大自然，彰顯台灣在綠色產業鏈中的優勢。

5. 2030電動車關鍵：消費者、政策、原廠策略、商用市場成熟
資料來源：CTimes
當全球環保永續意識逐漸抬頭，搭上智能化、電動化等數位科技興起，電動車發展已成為全球關注的熱門議題，崛起的速度和市占成長率甚至衝擊傳統汽車。根據勤業眾信聯合會計師事務所日前發布最新《2030電動汽車趨勢展望》報告(Electric vehicles．Setting a course for 2030)指出，全球電動車市場在過去兩年內快速成長，截至2019年為止，全世界共銷售超過200萬輛的電動車，占所有汽車銷售總數的2.5%。
儘管2020年的新冠疫情(COVID-19)造成產業短期衝擊，但2020年電動車產業總體成長趨勢仍然強勁。勤業眾信歸納，「消費者信心指數改變、政策與立法因素、汽車原廠經營策略、商用車市場成熟」為電動車產業4大成長動能，期望協助業者快速從疫情衝擊中恢復，並建立未來發展藍圖。

勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理鄭興認為，由於消費者偏好改變和各國政府的法規與政策誘因，提供許多電動車相關的配套政策和措施，電動車的發展更加快速。2019年的電池電動車(battery electric vehicles, BEV)銷量自2018年起即增加6成，約占全球電動車的74%，主因在於歐盟制約來自汽車的碳排放量與時間，導致原廠必須調整旗下內燃機及電動車的比率；而中國大陸電動車市場大、接受度高，也是推動電動車成長快速的原因。

即使全球2020年因COVID-19導致前半年全球電動車的銷售成長減緩，但勤業眾信預測，在市場需求仍蓬勃及政策鼓勵的驅動下，產業未來的復原力仍強勁，而台灣市場則需在政策推動、關鍵技術、及基礎設施等議題上做出更多努力。

勤業眾信管理顧問公司副總經理辜卓洋指出，面對電動車的成長趨勢，台灣的車用電子產值預估在2020年即將突破2,700億，未來在電動汽車成為主流的過程中，可望為台灣在汽車供應鏈中扮演重要角色；其他供應鏈業者也應掌握建立電動車整車技術的改變與需求、加強關鍵技術開發能力，發展自身具備競爭優勢的領域。

依勤業眾信報告預估，全球電動車的未來10年複合年成長率將達到29%，電動車的總銷量將從2020年的250萬輛增長到2025年的1,120萬輛，2030年達到3,110萬輛。其中30年BEV銷售量將達2,530萬輛，占整體電動車的81%；而插電式混合動力車(plug-in hybrid electric vehicles, PHEV)的銷量將達到580萬輛；且在疫情過後，傳統汽車(internal combustion engine, ICE)恢復成長，直到2025年將達8,170萬輛，可能至2024年才能回復疫情前的水平，但滲透率預估也將開始下降。；

勤業眾信歸納4成長因素，協助業者一同邁向疫情後的復甦之路：

1.消費者信心指數改變提高購買意願，過去行駛距離、電動車性價比、充電時間、缺乏充電設施、電池科技的安全考量等因素，是消費者不願從ICE轉換電動車的主因，但隨著科技逐漸克服這些技術障礙，消費者對電動車的接受度也逐步提高。

2.政策與立法加速電動車普及，勤業眾信歸納出3大助益政策，包括：燃油經濟和排放目標、城市行駛限制與電動車的購車資金的補助，均有助提升電動車銷售。

3.汽車原廠推行多元電動車策略，由近年來全球電動車車款的數量明顯上升，歐洲預計2020年將新增33個新電動車款，而美國於2026年將提供130款的電動車可供消費者選擇，勤業眾信預期未來10年內，將會出現平價款電動車。

4.商用車市場成熟，根據Deloitte全球(Deloitte Global)曾預測，2021年全西歐地區的汽車銷售總數中，企業採購占63%，可見商用車市場在電動車發展過程中的角色將越趨重要。

勤業眾信提醒，尋求與競者間的差異化、降低成本與提升員工滿意度、政府針對商用車的稅務計畫，將加速進企業汽車電動化。即便短期內，受新冠疫情影響，企業用車的電動化過程會放緩，企業可藉此機會重新思考推動汽車電動化的藍圖。

6. 新版IEC標準公佈
資料來源：IEC
IEC 62793:2020-雷雨警報系統-雷電防護
IEC TS 62898-3-1:2020-微電網-第3-1部分：技術要求-防護與動力控制

IEC 60645-3:2020-電聲-聽力設備-第3部分：短時距測試訊號
IEC 61000-4-3:2020-電磁相容性(EMC)-第4-3部分：測試和量測技術-輻射、無線電頻率、電磁場抗擾性測試
IEC 61076-2-114:2020-電氣和電子設備連接器-產品要求-第2-114部分：圓形連接器-以M8螺絲釘鎖定用於數據傳輸高達100 MHz俱功率接觸和信號接觸之連接器的詳細規範
IEC 62433-6:2020-EMC IC模型-第6部分：用於脈衝抗擾度行為模擬之積體電路模型-傳導脈衝抗擾性模型(ICIM-CPI)
IEC 62977-2-2:2020-電子顯示器-第2-2部分：光學特性的量測-環境性能
IEC 63092-1:2020-建築物中的光電裝置-第1部分：建築一體式光電模組的要求
IEC TR 62362:2020-有關於機械、入口、氣候或電磁特性之光纖電纜規格的選擇-指引

IEC TR 62572-4:2020-光纖主動元件與裝置-可靠度標準-第4部分：插座式光學收發器之光學連接器端面清潔方法指引

IEC 60335-2-24:2020-家庭用和類似電器-安全性-第2-24部分：製冷電器、冰淇淋機和製冰機的特殊要求

IEC 60601-2-35:2020-醫療電氣設備第2-35部分：使用毯子、墊子和床墊的加熱裝置以及醫療用加熱裝置其基本安全和必要功能的特殊要求
IEC 61966-12-1:2020-多媒體系統與設備-色彩量測和管理-第12-1部分：識別色域(色域ID)的元數據
IEC TS 62607-3-3:2020-奈米製造-重要管制特性-第3-3部分：發光奈米材料-使用時間相關單光子計數(TCSPC)決定半導體量子點的螢光生命週期
IEC 61980-1:2020 PRV-電動汽車無線電力傳輸(WPT)系統-第1部分：一般要求
IEC 60335-1:2020-家庭用和類似電器-安全-第1部分：一般要求
IEC 62801:2020-對無線通信和廣播系統中馬赫-陳爾德光調變器的半波長電壓量測方法

※如需購買IEC或其它國際標準，可洽國內代理銷售單位電機電子環境發展協會※
※詳情請見該會網站：http://www.ced.org.tw/Standard.aspx※
※IEC為因應COVID-19疫情，開放索取重症呼吸器相關標準※
※詳情與索取方法請見「go.iec.ch/covid19faq」網頁※
※ISO為因應COVID-19疫情，特別開設「www.iso.org/covid19」網頁※
※開放相關ISO標準免費供各界瀏覽※
7. 教育訓練資訊：
(1)TÜV SÜD
課程名稱：ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員訓練
時間及地點：109年12月2日~3日 台北

109年12月2日~3日 台中

報名方式：線上報名

報名網頁： 
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/iso-9001-2015-quality-management-system-internal-auditor
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw  林小姐
課程名稱：QC七大手法
時間及地點：109年11月17日 高雄
109年12月14日 台中
報名方式：線上報名

報名網頁： www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/qc-seven-methods-training
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw林小姐
(2)DNV(GL
課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程
時間及地點：109年12月23日~24日 新北
報名方式：線上報名
報名網頁： learn.dnvgl.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?in_sessionId=34JJ10212AJ021AJ&in_rcoId=44326131&in_from_module=CLMSBROWSEV2.PRMAIN
詳情請洽：(02)8253-8117、Training.tw@dnvgl.com 張小姐
課程名稱：ESD S20.20:2014精解及實務研習
時間及地點：109年11月26日 新北
報名方式：線上報名
報名網頁： learn.dnvgl.com/lmt/clmsLink.dt?site=dnvglext&type=R&id=44326186&lang=zh-tw&region=tw
詳情請洽：(02)8253-8117、Training.tw@dnvgl.com張小姐
(3)英商勞氏檢驗
課程名稱：ISO 9001:2015條文解說 
詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐

課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員轉版
詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
(4)TUV NORD
課程名稱：ISO 9001:2015 品質系統內部稽核員訓練課程
時間及地點：109年11月5日~6日 高雄

109年12月14日~15日 台北
報名方式：線上報名或回傳報名表

報名網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=19
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或cheryl@tuv-nord.com  王小姐
課程名稱：QC 080000:2017 內部稽核員
時間及地點：110年1月6日~7日 台北

110年1月27日~28日 台中

110年5月24日~25日 台北
110年5月26日~27日 台中

110年6月29日~30日 高雄
報名方式：線上報名或回傳報名表

報名網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=31
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或cheryl@tuv-nord.com  王小姐
(5)TÜV Rheinland
課程名稱：REACH, RoHS 2.0法規更新, 以及 RoHS 各國認證介紹
時間及地點：109年11月16日 線上
報名方式：線上報名

報名網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=2100&language=zh-TW
詳情請洽：(02) 2172-1197或mira.chen@tuv.com
課程名稱：汽車產業品質管理高層管理者認知
時間及地點： 109年11月23日 台北

報名方式：線上報名

報名網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=1984&language=zh-TW
詳情請洽：(02)2172-1063或NancyYL.Huang@tuv.com
(6)工業技術研究院
課程名稱：ISO 17025實驗室品質管理訓練班(2017年新版)
時間及地點：109年12月9日~11日 新竹
報名方式：線上報名
報名網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=03A517ADB2C98EBC
詳情請洽：(03)5743-706 陳小姐、(03)5743-705曾小姐
課程名稱：新版ISO/IEC 17025:2017實驗室內部品質稽核
時間及地點：109年12月1日~2日 新竹
報名方式：線上報名
報名網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=EB0E25EADD7F71E9
詳情請洽：(03)5743- 810 李小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公佈為準※
8. 國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在IECQ可在我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)執行IECQ驗證稽核之驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下：
AFNOR:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
ARES:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
BSI: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)、航太電子認可(ECMP)、反仿冒認可(CAP)
DEKRA:獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
DNV(GL:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP) 、反仿冒認可(CAP)
DQS:IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)及產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
LCIE BV: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、產品認可(QA、CA)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)
LR Taiwan:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)
TUV NORD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
首頁照片來源：網路-公眾領域授權
※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447

e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
Web:http://www.cteccb.org.tw/[image: image6.jpg]fcicccd
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